
证券代码：301319 证券简称：唯特偶

投资者关系活动记录表

编号：2025-009

投资者关系

活动类别

☑ 特定对象调研 ☑ 分析师会议

□ 媒体采访 □ 业绩沟通会（电话会）

□ 新闻发布会 □ 路演活动

□ 现场参观 ☑ 其他 线上会议

参与单位名称及

人员名称

中信证券 杨斌；国信证券 王新航；光大证券 陈无忌；华福证

券 郭其伟；山西证券 张天（线上）；民沣私募 陈诤；融和基

金 万志刚；海南纵帆私募 王兆江；启铼（海南）私募 王远洋；

前海钰锦 张纯英；途兴海外商旅 刘钦波；魔寓私募 范慧华；

路演时代 王三军。

时间 2025 年 12 月 5 日 15:00-17:00

地点 公司会议室、线上会议

上市公司

接待人员姓名

投资部总经理：钟科先生

证券事务代表：潘露璐女士

证券事务专员：吴锋威先生

投资者关系活动

主要内容介绍

1、公司的核心技术壁垒体现在什么地方？

答：经过多年的研发积累，公司在超细粒度焊接材料、低温

高可靠焊接材料、光伏组件焊接材料、辅助焊接材料及水基清洗

剂等技术领域，成功打破技术壁垒，进一步缩小了公司与国际领

先企业的技术差距，在微电子焊接材料及辅助焊接材料领域建造

了自己的技术护城河。

自公司实施“六五规划”以来，公司积极拓展业务版图，坚



定执行“多产品矩阵”战略，通过“外引内研”双轮驱动持续发

力：对内，依托已成立的可靠性材料事业部整合资源，聚焦打通

研发与市场需求链路，致力于为客户提供一站式可靠性材料解决

方案；对外，积极寻求契合长期愿景的优质并购标的。目前，公

司已成功实现从电子装联材料单板块，到“电子装联材料+可靠

性材料”双板块的跨越式升级，构建起完整产品矩阵。其中，可

靠性材料板块聚焦力学、防腐蚀及热学三大技术维度，重点布局

电子胶粘剂、三防漆等核心品类，为全球客户提供一站式、模块

化解决方案，既显著降低客户采购与管理成本，又通过技术与服

务资源的深度整合，持续强化客户黏性与市场壁垒，筑牢公司竞

争护城河

2、请问公司可靠性材料板块业务情况如何？

答：自公司实施“六五规划”以来，公司积极拓展业务版图，

坚定执行“多产品矩阵”战略，通过“外引内研”双轮驱动持续

发力：对内，依托已成立的可靠性材料事业部整合资源，聚焦打

通研发与市场需求链路，致力于为客户提供一站式可靠性材料解

决方案；对外，积极寻求契合长期愿景的优质并购标的。目前，

公司已成功实现从电子装联材料单板块，到“电子装联材料+可

靠性材料”双板块的跨越式升级，构建起完整产品矩阵。其中，

可靠性材料板块聚焦力学、防腐蚀及热学三大技术维度，重点布

局电子胶粘剂、三防漆等核心品类，为全球客户提供一站式、模

块化解决方案，既显著降低客户采购与管理成本，又通过技术与

服务资源的深度整合，持续强化客户黏性与市场壁垒，筑牢公司

竞争护城河。

3、公司第三季度净利润回升是因为短期因素还是源于产品

结构优化？成本端方面是否有所把控？

答：公司第三季度业绩主要基于产品销量的增加及费用把控

策略的有效实施，进而使得公司净利润有一定回升。从成本端来



看，公司所需原材料锡价和银价较上年同期分别上涨约 7%和

23%，原材料成本压力客观存在，但公司已建立“长协+期货”双

对冲，充分地运用好套期保值工具，在一定程度上保障了公司利

润的稳定性。

4、公司客户行业及产品特性情况如何？

答：公司长期深耕消费电子、通讯、LED、新能源汽车等多

个行业，凭借优异的产品与服务，赢得一批优质且稳定的国内外

知名品牌客户信赖，积累良好口碑，客户群体涵盖众多行业龙头

企业：通讯领域涵盖中兴通讯、TCL 通讯等企业；显示与照明领

域有冠捷科技、艾比森、利亚德；家电领域包括格力电器、海尔

集团、海信集团；光伏领域涉及通威股份、隆基股份等；汽车电

子领域含比亚迪、中车时代等；消费电子领域覆盖大疆、三星、

小米等；电源领域有公牛集团、奥海科技等；安防领域包括海康

威视、茂佳科技。此外，公司还通过富士康、捷普电子等大型

EMS 厂商，间接服务于惠普、戴尔、亚马逊等国际知名终端品牌。

综上，公司客户行业分布广泛，具备 “小产品、大市场” 的

核心业务特性：一方面有效分散了单一行业周期波动带来的经营

风险，另一方面能够全面捕捉多领域高景气增长红利，为公司业

绩的持续稳定增长提供了坚实支撑。

5、AI算力芯片、机器人等新兴领域正处于高速发展阶段，

这一发展态势能否为对应公司的业绩带来正向推动？

答：新能源汽车、5G 通信、人工智能等新兴产业的快速发

展，带动高端微电子焊接材料需求快速增长。公司生产的微电子

焊接材料作为电子材料行业的重要基础材料之一，主要应用于

PCBA 制程、精密结构件连接、半导体封装等多个产业环节的电

子器件组装与互联，并最终广泛服务于消费电子、LED、智能家

电、通信、计算机、工业控制、光伏、汽车电子、安防等多个行

业。依托“电子装联材料+可靠性材料”双轮驱动，公司持续扩



充多品类产品矩阵，以“外引内研”加速技术迭代，致力于成为

全球新科技时代电子装联和可靠性材料解决方案的供应商。未

来，公司将继续以研发创新夯实护城河，为股东创造可持续的长

期价值。

6、公司在主要业务领域的市场份额如何？定位和优势是怎

样的？

答：公司在国内微电子焊接材料领域居于领先地位，特别

是在锡膏和助焊剂细分领域行业地位突出。公司依靠先进的技术

实力、完备的生产工艺体系以及稳定的产品品质逐步占据行业优

势地位。与国内外众多客户建立了长期稳定的合作关系，积累了

良好的市场声誉。近年来，公司秉持多产品矩阵战略，通过持续

的“外引内研”策略，已成功实现从电子装联材料到“电子装联

+可靠性材料”双板块的跨越，构建起完整的产品矩阵。

7、未来能否继续维持高分红比例？

答：公司自上市以来，始终秉持长期价值创造的发展原则，

积极回馈投资者，公司未来将继续优化股东回报机制，以优异的

经营业绩持续回馈投资者，与广大股东共享企业成长红利，实现

公司与股东的可持续的共赢发展。有关内容请持续关注公司于巨

潮资讯网披露的相关内容。

8、作为龙头企业，请问公司在国产替代方面的计划和成

就？

答：面对国际形势变化，国产替代已成为产业升级的必然趋

势，下游客户对国产材料的接纳与应用意愿持续增强。公司通过

持续加大研发投入，部分核心产品性能已达到国际先进水平，成

功实现对国外同类产品的替代。这些产品已应用于半导体、汽车

电子、储能、新能源、AI 算力等关键领域，同时帮助公司建立

了品牌影响力，占据了相应的市场份额。公司将继续聚焦技术突



破，进一步提升产品的稳定性与性价比；同时深化与下游客户的

合作，推动国产材料更广泛地融入客户的研发与生产流程，加速

全产业链的国产替代进程。

附件（如有）

日 期 2025 年 12 月 05 日


